Wasserspiele

Die Fahigksit eines laminaren Wasser-
strahls, Licht zu leiten, wurde schon in
der Renaissance zur Erzeugung von »5pe-
zialeffektens wahrend der Wasserspiele
genutzt, In der Literatur findet man be-
reits aus dem Jahr 1886 Untersuchungen
von Professor Colladon, Universitdt Genf,
zum lichtleitenden Wasserstrahl, 1996
wurde dieses Prinzip an der Eidgends-
sisch-Technischen Hochschule Lausanne,
Schweiz, zu einer Materialbearbeitungs-
methode weiterentwickelt und von sei-
nen Erfindern slaser MicroJets genannt.
Hierzu wird ein im Allgemeinen gepulster
Laser in einen sich formenden Wasser-
strahl fokussiert. Der laminare Wasser-
strahl wirkt wie eine Glasfaser und leitet
das Licht bis auf das Werkstiick, das sich
zwei bis drei Zentimeter unterhalb der
Dise befindet. Somit sorgt die Totalre-
flektion an der Grenzfliche Wasser-Luft
dafiir, dass Intensitdten, wie sie narma-
lerweise nur im Laserfokus erreicht wer-
den, {iber eine sehr grofie Arbeitslinge
zur Materialbearbeitung genutzt werden
kignnen (Bild 1).

Fiir empfindliche Materialien
vorteilhaft

Der Wasserstrahl erganzt das Laser-
schneiden in idealer Weise: fum einen
kihlt er das Werkstlick zwischen den La-
serpulsen direkt in der Schnittfuge. Zum
anderen wird auch die durch den Laser

LASER-PRAXIS m.lum 2001

stofien.

entstandane
Schmelze effektiv
aus der Schnittfuge
getrieben und gleich-
zeitig gekiihlt, Die Kihlung der Abla-
tionsprodukte (Tropfchen) ist wichtia,
um ain Festbrennen derselben auf dem
Substrat zu werhindern.

Bei vielen Anwendungen spielt auch die
Farallelitdit der Schnittfuge eine ent-
scheidende Rolle (siehe unten). Im Ge-
gensatz zum konventionellen Laser.
schneiden kann der Laser MicroJet hoch-
prazise parallele Schnittfugen auch in di-
ckeren Materialien erreichen. Diese Vor-
teile fiihren dazu, dass das wasserstrahl-
gefilhrte Laserschneiden in gewissen An-
wendungen etablierte Verfahren ablost,
welche den gestiegenen Anforderungen
der Industrie nicht mehr geniigen.

Wasserstrahlgefiihrtes Laserlicht bearbeitet empfindliche Materialien

Bl Frank Wagner und Bernold Richerzhagen,
Lausanne /Schweiz

Laserlicht, das durch einen laminaren Wasser-
strahl auf das Werkstlick geleitet wird, kann mit
hoher Geschwindigkeit einen kalten Schnitt er-
zeugen, der sich durch parallele Kanten auszeich-
net. Die Schneidtechnik (dst in vielen Bereichen
wie der Halbleiterfertigung weniger effiziente
Verfahren ab, die nach und nach an ihre Grenzen

Trennen von Wafern

Das Schneiden ven Siliziumwafern ist ein
unerlasslicher Prozess in der Halbleiter-
fertigung. Das S3gen mit Diamantschei-
ben hat sich in den letzten Jahren zu ei-
nem perfektioniertem High-Tech-Verfah-
ren entwickelt. Die Grenzen des Sdgens
scheinen beziiglich Geschwindigkeit und
Qualitat nunmehr erreicht zu sein. In der
Zukunft werden die Anforderungen aber
weiter steigen, und die Suche nach Alter-
nativen hat lingst begonnen. Weitere,
vor Dicing-Experten grober Firmen ge-
nannte Probleme der S3ge in den Stan-
dardanwendungen hdngen vor allem mit
dem Verschleilt der Sdgeblitter zusam-
men: keine konstante Schnittgualitdt
{chipping), hohe laufende Kosten, Mit
dem Laser Microdet wurde nun eine Al-
ternative zur Diamantsdge gefunden
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